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全文摘要
光伏企业正通过跨界布局半导体业务寻求增长点，这背后是光伏行业多年经营压力下的机遇探索。随着国产半导体、先进封装和AI算力需求高涨，光伏设备与材料厂商开始寻找转型之路。核心逻辑在于，光伏与半导体在原理、材料及工艺上存在共通性，成功转型需依托研发实力、工艺验证及财务稳健。推荐关注具备平台型供应能力的设备企业与材料端优质公司，如迈瑞股份、第二激光、奥特维及福斯特、聚合材料等，同时指出半导体硅片和石英干锅等相关领域的投资机会。此转型不仅基于技术迁移，更需依托于强大的平台能力和对市场趋势的准确把握。

章节速览
00:00 光伏企业布局半导体业务：产业延伸与成功关键
讨论了光伏行业经历经营压力后，部分企业转向半导体业务的趋势。强调光伏企业向半导体领域延伸基于材料体系和工艺相通，但需更高要求。成功迁移能力的关键在于研发、精密制造、客户验证和财务稳定性。聚焦设备和材料端值得跟踪的公司及催化因素。

01:40 光伏与泛半导体业务布局的共性分析
对话深入探讨了光伏企业成功布局泛半导体业务的底层逻辑，指出光伏电池与半导体晶体管在原理、材料及制造工艺上的共性，尤其是硅基材料的掺杂和电学功能调控。光伏行业通过持续的技术迭代，积累了丰富的工程能力，如单晶拉棒、硅片加工等，这些能力与半导体制造高度相关，但半导体对纯度、洁净度等要求更为严苛。因此，具备强大工艺和工程能力的光伏龙头企业，有机会将积累的技术迁移到半导体的高价值环节，实现业务的高效拓展。

06:24 光伏企业泛半导体业务发展关键因素
讨论了光伏公司在泛半导体业务上成功的关键因素，包括研发和工艺能力、客户验证能力和经营财务稳定性。强调了长期研发、精密制造、客户认证周期长的重要性，以及在现金流压力下，选择财务稳健、持续研发投入的企业更为关键。

07:49 光伏与半导体设备公司发展路径分析
对话探讨了光伏设备和材料领域的公司如何通过技术和市场拓展进入半导体行业。重点介绍了迈瑞股份，该公司利用其在光伏设备的真空激光精密装备和工艺控制能力，成功切入半导体前道高壁垒环节，包括高选择比刻蚀设备和原子层沉积设备的研发与销售。此外，还提到了高速股份、捷佳伟创和拉普拉斯等公司。迈瑞股份凭借专业团队背景，如前ASCM International中国区总经理徐来，加速了半导体设备业务的发展，2026年上半年半导体和显示行业收入占比显著提升，毛利率高于传统光伏设备，标志着公司正逐步进入半导体业务放量阶段。

10:18 激光与智能装备在半导体行业的新应用
对话探讨了蒂尔激光的玻璃通孔激光设备、奥特维在智能装备领域的拓展以及高策等公司在泛半导体领域的设备应用，强调了平台型供应能力向体客户迁移及从样机验证到订单复购的重要性。

14:46 光伏与半导体材料企业最新动态
对话围绕聚合和奥莱德两家企业在光伏和半导体材料领域的最新进展展开。聚合通过收购韩国SKE，进军空白掩模板和光刻材料领域，计划在国内扩建生产线，提升半导体材料国产化率。奥莱德则聚焦于PSPI材料的稳定供货与应用，其产品已在面板企业完成测试，看好AMOLED国产替代趋势及PSPI在先进封装中的长期应用。

17:34 福斯特感光干膜产品放量及毛利率提升分析
汇报指出，福斯特在电子材料领域，尤其是感光干膜方面，通过送样验证和下游客户认证，中高端产品逐步放量，毛利率从24%提升至29%，预计未来毛利率将持续提升。公司产能端亦有充分准备，2025年产能计划进一步扩大，下游客户验证推进和产能放量将显著提升中高端干膜产品的收入和利润贡献。

19:41 半导体硅片与辅材行业分析
对话深入探讨了半导体硅片及其辅材行业，重点介绍了TCL中环和欧晶科技的业务布局与技术壁垒。TCL中环在半导体硅片领域拥有完备产能，正通过扩建提升12英寸产品比例。欧晶科技专注于半导体干锅生产，面临高技术壁垒与原材料限制，国内企业正逐步实现技术突破。整体行业受益于下游扩产与国产替代加速，未来发展前景看好。

24:25 泛半导体行业专题：设备与材料端投资机会
报告介绍了泛半导体行业中的设备和材料端投资机会，包括麦维股份、蒂尔激光、奥拓维等设备企业，以及福斯特和聚合材料等材料企业。特别提及欧晶科技在半导体石英干锅领域的进展，包括36英寸大尺寸产品的研发和量产能力，以及合成砂干锅的验证推进。联合新科的电子特气业务和绵阳达高特的BCB单体生产也作为新材料平台型企业投资亮点。报告建议关注光伏设备平台能力和中高端电子材料产品，同时提示了部分业务对业绩贡献的短期局限性。

发言总结
发言人1
他讨论了光伏企业如何通过技术迁移和产业延伸，涉足半导体领域，及其背后的产业逻辑、成功因素和具体公司案例。他认为光伏企业和半导体在基础原理、材料体系和工艺制作上有相通之处，但半导体对材料的纯度、洁净度和精度要求更高。因此，具备研发能力、精密制造能力、客户验证能力和财务稳定性的设备和材料龙头公司更有可能成功跨界。他强调了光伏企业跨界半导体的三个核心问题：为什么跨界、哪些企业更容易成功、以及设备端和材料端值得关注的公司。他提出，跨界不仅仅是技术的简单迁移，更在于企业底层原理、材料体系和工艺技术的相通。光伏企业在成本控制和规模生产方面有优势，但半导体领域需要更高的技术门槛和更精细的制造能力。他还具体分析了几家光伏企业跨界半导体的案例，包括迈瑞股份、蒂尔激光和奥特维等公司，在设备和材料端的布局、技术突破和市场验证情况。同时，他也提到在半导体硅片、电子材料、半导体设备等领域，TCL中环、欧晶科技和福斯特等公司的进展和潜力。最后，他推荐了几家在泛半导体领域具有投资潜力的公司，并强调了设备端和材料端的公司特点和价值，建议投资者关注光伏设备平台能力和电子材料领域中高端产品的放量。整个发言强调了光伏企业跨界半导体的产业机遇与挑战，以及如何通过技术研发和市场验证实现成功转型。

问答回顾
发言人1 问：为什么光伏企业能够向半导体业务延伸？设备端和材料端分别有哪些值得跟踪的公司和催化因素？
发言人1 答：光伏企业能够成功向半导体业务延伸，主要原因在于底层的共性基础，包括第一性原理材料体系和工艺制成相通。光伏电池的核心原理——光生伏特效应与半导体晶体管的工作机制在本质上都需要围绕硅基材料进行载流子的调控和电学功能实现。此外，光伏和半导体在材料端都离不开硅材料，并且在制造工艺上存在大量共通的技术，如单晶拉棒、热场控制、精密切割等，这些能力在光伏行业的发展过程中不断积累并可以迁移至半导体领域。设备端和材料端的公司跟踪主要关注那些在光伏主业估值经过充分压缩、具备研发能力、精密制造能力、客户验证能力和财务稳定性的龙头公司。具体名单需要根据当前市场环境和企业表现进行筛选。同时，半导体行业正处在国产替代、先进封装和AI算力链条高景气度阶段，因此与之相关的设备和材料公司也值得关注。

发言人1 问：什么样的光伏企业更容易在泛半导体业务上取得成功？
发言人1 答：容易在泛半导体业务上取得成功的光伏企业通常具备以下特点：首先，拥有研发和工艺能力，能够研发出满足半导体级要求的产品，例如半导体级多晶硅炉、薄膜沉积设备等；其次，具备精密制造能力和工艺控制能力，确保设备和材料在半导体生产过程中能够稳定运行；最后，具备客户验证能力，即产品通过了长期且严格的客户认证过程，拥有头部客户的订单或已进入复购阶段。

发言人1 问：在当前环境下，对于想要投入新业务的光伏企业，您有什么推荐和建议？
发言人1 答：我们建议关注财务稳健且有持续研发投入能力的光伏设备和材料企业。具体推荐三家公司：迈瑞股份、第二激光和奥特维，并且也建议关注高速股份、捷佳伟创和拉普拉斯。

发言人1 问：迈瑞股份的特点是什么？
发言人1 答：迈瑞股份从光伏设备的真空激光精密装备和工艺控制能力出发，成功切入半导体前道高壁垒环节，特别是在2019年前后进入半导体封装设备领域，并在2020年研发出激光改制切割、激光开槽等设备。公司的核心产品包括高选择理课时设备和原子层沉积设备，其中高选择理课时设备可用于3纳米以下逻辑芯片和300层以上3d nano的关键工艺，而ALD设备则用于氮化钛和钛铝等高精度薄膜沉积，并已进入多家存储芯片头部客户并实现复购。

发言人1 问：蒂尔激光的核心看点是什么？
发言人1 答：蒂尔激光的核心看点在于其TCB（玻璃通孔）激光设备，该设备对于AI芯片算力提升后先进封装对基板材料提出的更高要求至关重要。蒂尔激光自主开发的TGV激光微孔设备已完成晶圆结合板及玻璃基板通孔设备的出货，实现了TGV技术的覆盖，这有助于满足下一代先进封装对于高密度垂直互联通道的需求。

发言人1 问：奥特维在泛半导体业务方面的拓展情况如何？
发言人1 答：奥特维是较早横向拓展第二曲线的代表企业，在泛半导体业务上覆盖半导体、锂电及光模块等行业。特别是在今年，大家对其光模块AI检测设备的关注点在于其放量。该能力源于公司在光伏硅片分选组件串焊中的视觉检测控制和自动化积累，目前已与国内外光通信头部客户签署批量订单并获得复购订单。

发言人1 问：对于其他泛半导体设备企业，比如高策、捷佳伟创和拉普拉斯，他们的主要情况和布局是什么？
发言人1 答：高策专注于泛半导体切膜切导膜设备，不仅限于光伏金刚线切割耗材，而是将原有的光伏硅片环节的切割设备、耗材和切割工艺闭环能力迁移到碳化硅半导体硅材料、蓝宝石、磁性材料、磷化铟等高硬度脆性材料加工场景。捷佳伟创聚焦半导体施法设备，如湿法刻蚀清洗设备，应用场景广泛并已获得碳化硅功率起点fab和硅基功率词典fab的订单。拉普拉斯则从光伏热处理设备延伸至半导体分离器件的氧化退火镀膜设备，子公司固液半导体在碳化硅高温激活氧化LPCVD等方面有所积累。

发言人1 问：在半导体材料领域，聚合公司有哪些重要的收购动作及规划？全球空白掩模板市场的规模及半导体行业的占比情况如何？
发言人1 答：聚合公司于2025年公告收购韩国SKE的空白掩模板项目，并在2026年3月完成收购。SKE的空白掩模板业务主要用于生产亚克和柯克光刻技术节点的空白页模板，产品已通过多家半导体晶圆厂和第三方掩模板客户的验证并实现量产销售。未来，公司计划在国内分两期建设空白掩模板产线，每期年产能为2万片，并成立了上海聚星光材料以聚焦半导体光刻材料和空白掩模板协同。全球空白掩模板材料市场预计在2029年将达到268亿元，其中半导体行业是其最大的应用领域，2024年的占比达到72%。然而，目前该环节的国产化率仍然较低。聚合公司通过海外成熟资产收购，有望快速获取国内客户验证并积累工艺和量产经验。

发言人1 问：PSPI材料在泛半导体制造中的关键作用是什么？
发言人1 答：PSPI材料是一种兼具聚酰亚胺耐热电绝缘和力学性能以及光刻胶感光特性的关键材料，在AM online制造过程中主要用于平坦化层支撑层和像素定义层。此外，在半导体先进封装中，PSPI也可用于RDL布线层、应力缓冲层等。公司已实现PSPI材料稳定供货，并完成了国内头部面板企业的性能测试和产线适配验证，短期看好AMOI的国产替代趋势，长期将持续跟踪其在玻璃基板等先进封装中的应用情况。

发言人1 问：福斯特在电子材料领域的最新进展和看点是什么？
发言人1 答：福斯特在电子材料领域的主要看点在于其中高端产品的送样验证及放量情况。尤其是感光干膜毛利率从去年的24个百分点提升至29个百分点，这主要得益于终端HDI干膜材料占比的快速提升以及高端产品如IC白板用干膜、阻焊干膜、先进封装用干膜膏等也在下游客户认证并逐步进入量产状态。随着下半年江门2.1亿平产能的投产，公司高端干膜产能将逐步提升，预计下半年至2027年感光干膜毛利率有望继续快增，同时下游客户验证和产能放量的推进将带来公司中高端干膜产品的亮眼表现。

发言人1 问：TCL中环及其子公司中环领先在半导体硅片领域的布局如何？
发言人1 答：TCL中环布局半导体硅片已久，尤其专注于大直径半导体硅片生产。中环领先的半导体硅片业务已形成完备产能，是国内规模最大、产品结构最全的半导体硅片生产商之一。2025年半导体材料营业收入达57亿元，且2026年上半年保持快速增长。近期，TCL中环公告将在中环领先子公司中环寰行分公司投资扩建半导体硅片产能，项目完成后预计新增70万片每月产能，将进一步提升12英寸产品产能规模及逻辑存储用半导体硅片产品结构占比。受益于下游扩产、海外硅片巨头不扩产导致的涨价行情以及国产替代加速推进，TCL中环有望充分受益于行业量价齐升所带来的红利。

发言人1 问：半导体石英干锅相较于光伏石英干锅有哪些显著的技术壁垒？半导体石英干锅在原材料供应方面存在哪些壁垒？
发言人1 答：半导体石英干锅的技术壁垒主要体现在其对高纯度、严格碳氧含量和均匀电阻率的要求上，以及下游半导体硅片定制化生产过程中的配合需求。此外，半导体干锅需要根据晶圆厂商的具体需求进行定制化生产，这对石英干锅厂商的技术储备提出了较高要求。半导体石英干锅在原材料供应方面存在合成高纯度石英砂的壁垒。由于半导体对纯度要求极高，部分高端应用需使用合成石英砂，而具备稳定供应合成石英砂的供应商较少，因此能否获取核心原材料成为重要的壁垒之一。

发言人1 问：半导体石英干锅在销售渠道和验证方面有何壁垒？
发言人1 答：半导体石英干锅厂家具有一定的销售渠道和验证壁垒。产品不仅要通过硅片厂家的验证，硅片厂家的产品也需要在客户中进行验证，整个验证周期较长且需要深厚的技术研发积累。同时，产线结晶度要求高，需要建立高洁净度自动化产线，这又对公司的资金实力提出了挑战。

发言人1 问：目前国内企业在半导体石英干锅领域的状况如何？
发言人1 答：目前中国企业主要生产18英寸及以下尺寸、对纯度洁净度要求不高的半导体石英干锅。但近年来，国内企业在技术研发和突破方面取得进展，尤其在大尺寸高精度要求半导体石英干锅市场中份额逐步提升。以欧晶科技为例，他们已成功研发并量产36英寸大尺寸半导体石英干锅，且天然砂和合成砂石英干锅均在推进客户验证中。

发言人1 问：联合新科在半导体材料业务方面的情况怎样？
发言人1 答：联合新科持股子公司拥有电子特气相关业务，该业务已成功供应下游重要客户，收入和毛利率稳定，尤其是毛利率保持较高水平。此外，联合新科还战略投资了先进封装企业绵阳达高特，其生产BCB单体，是合成光刻胶树脂PBCD的主要原材料，未来有望带来成长空间。

发言人1 问：对于泛半导体行业的推荐主线是什么？
发言人1 答：泛半导体行业专题推荐关注两条主线：设备端重点推荐具备高壁垒工艺迁移能力的麦维股份、蒂尔激光和奥拓维；材料端则推荐电子材料中高端产品逐步放量的福斯特以及聚合材料。

